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В настоящее время существуют две различные точки зрения на при­
роду «вязкого» разрушения.

Первая точка зрения предполагает существование двух видов разру­
шения: отрыв, происходящий от нормальных растягивающих напряже­
ний, и срез, происходящий от касательных напряжений (f).

Согласно второй точке зрения оба вида разрушения в конечном 
итоге происходят под действием нормальных растягивающих напряже­
ний. Скалывающие напряжения вызывают пластическую деформацию, 
которая разрыхляет материал и подготовляет его к разрушению (3).

Н. Н. Давиденков (') еще в 1936 г. указал, что по действующим 
плоскостям скольжения сопротивление скольжению с деформацией ра­
стет, а сопротивление отрыву должно падать в силу тех же искаже­
ний решетки, которые увеличивают сопротивление скольжению.

Чтобы решить вопрос о механизме «вязкого» разрушения, необхо­
димо изучить взаимодействие между пластической деформацией и раз­
рушением. В настоящей работе изучено влияние пластической дефор­
мации на кинетику возникновения и развития микротрещин. Объектом 
для исследования служил плексиглас. В плексигласе относительно легко 
наблюдать возникновение и развитие микротрещин, в то время как в 
металлах обнаружение трещин связано с очень большими трудностями. 
Кроме того, в изотропных материалах процессы деформации и разру­
шения протекают проще, чем в металлах, где анизотропия свойств 
усложняет эти явления.

Образцы были в виде пластинок размером 2 X 8 X 80 мм. Наблюде­
ния образования и развития микротрещин проводились при растяже­
нии в поле неоднородно распределенной по объему образца пластиче­
ской деформации: в искусственно вызванной шейке и около- сквозных 
круглых отверстий.

На рис. 1 показана область концентрации скалывающих напряже­
ний, в которой величина перенапряжений превышает 10%, около круг­
лого отверстия в бесконечно протяженной изотропной пластинке при 
одностороннем растяжении (4). На рисунке не нанесено распределение 
растягивающих нормальных напряжений. Наибольшие растягивающие 
напряжения будут в точках контура отверстия, в которых касательная 
к контуру параллельна оси образца; в точках контура, лежащих на оси 
образца, возникнут сжимающие напряжения, равные растягивающим, 
приложенным к образцу (5).

На рис. 2, а дана фотография локализации микроскопических тре­
щин в полосе, ориентированной вдоль направления действия макси­
мальных скалыващих напряжений в шейке образца; на рис. 2, б, в 
представлены последовательные стадии возникновения и развития мик- 
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роскопических трещин около отверстия. Из сравнения рис. 1 и 2 легко 
видеть, что микроскопические трещины локализуются в местах действия 
наибольших скалывающих напряжений, т. е. там, где наиболее интен­
сивно проходит пластическая деформация, но ориентируются всегда пер­
пендикулярно к линиям действия нормальных растягивающих напряже­
ний.

Результаты настоящей работы можно кратко формулировать сле­
дующим образом:

а) микротрещины могут возникать еще в области упругих деформа­
ций и в этом случае они закрываются при разгрузке образца;

б) микротрещины возникают

Рис. 1. Контуры областей концентрации 
скалывающих напряжений, в которых 
величина перенапряжений превышает 
1О°/о, около круглого отверстия в изо­
тропной пластинке, подвергнутой растя­

жению (4)

всегда под действием растягиваю­
щих нормальных напряжений;

в) пластическая деформация уве­
личивает вероятность возникнове­
ния микротрещин даже в анизо­
тропном веществе;

г) микротрещины возникают 
только на поверхности образца.

В связи с результатами этой 
работы следует сделать несколько 
замечаний о картине разрушения. 
С физической точки зрения суще­
ствует только один вид разруше­
ния — отрыв. Пластическая дефор­
мация, как это еще ранее указал 
Давиденков для кристаллов, пони­
жает сопротивление отрыву, благо­
даря чему при пластической дефор­
мации становится возможным обра­

зование микротрещин при действующих нормальных растягивающих 
напряжениях значительно меньших, чем хрупкая прочность недеформиро- 
ванного материала. Процесс разрушения есть процесс образования и 
развития микротрещин под действием нормальных напряжений. Поверх­
ность разрушения (разъединения) должна ориентироваться перпендику­
лярно максимальным растягивающим напряжениям. Отступление от это­
го правила обусловлено анизотропией прочности на отрыв, связанной с 
кристаллическим строением вещества или вызванной пластической де­
формацией.
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а б в
Рис. 2. а — локализация микроскопических трещин в полосе, ориентиро­
ванной вдоль направления действия максимальных скалывающих на­
пряжений в шейке образца; б, в — кинетика возникновения в развития 
микротрещины около отверстия в изотропной пластинке при ее растяже­

нии. х 30
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